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成果简介：

LTCC（Low Temperature Co-fired Ceramic）技术，即低温共烧

陶瓷技术，是当前实现微波无源器件集成化的几种技术之一。

LTCC 技术工艺采用三维集成的方法，通过多层布线来实现微波

无源器件的微型化。在此基础上，可以将无源器件内埋于陶瓷介

质中，配合表面装贴有源器件或者 IC 芯片等，进一步实现电路

模块化。基于 LTCC技术设计的产品具有性能稳定、尺寸小的特

点，同时又能通过生产线进行机械化批量生产，降低单个器件的

生产成本，有着巨大的研究价值和广阔的市场前景。

顺络公司对传统工艺技术进行了改造与创新，研制了精细化

内部电极制作技术、高精度叠层技术、悬空端位置的焊盘电镀技

术、印刷胶水技术、LDI 制网工艺等多种新技术，并在此基础上

开发了 SLFL18系列叠层 LTCC滤波器。本产品利用最新的材料和

结构设计，其性能已达到国际一流厂商水平，同时新工艺采用全

自动化流水线生产，产品一致性和合格率均非常高，质量优异稳

定，综合性价比高，因此有很强的竞争力。



本产品的创造性和先进性体现在：

（1）精细化内部电极制作技术

传统的滤波器内部电极采用银浆铺设在丝网上，然后用刮刀

印刷在生坯上的工艺制作。为了制作滤波性能更高的滤波器产

品，我们需要线宽线厚一致性更好的内电极，这时采用传统的印

刷工艺已经很难满足：

① 70um 的电极线宽极差±2um；

② 电极线厚极差 0.5um。

（2）高精度叠层技术

滤波器产品的性能与其电容正对面积有关，若出现叠层偏

位，会显著劣化电容性能，同时还可能出现内电极外露等外观问

题。采用传统工艺，叠层对位精度只能达到 50um，难以满足高

性能叠层滤波器的需求，需要从以下方面加以提升：

① 从软件和硬件两方面提高叠层画像一致性；

② 提高叠层设备各部机械定位精度和搬送交接精度；

③ 减小叠层时生坯移位和变形；

④ 提升制网工艺，改善各网版间一致性。

（3）悬空端位置的焊盘电镀技术

随着叠层滤波器产品的市场化需求，产品表面出现 3-6个焊

盘，焊盘尺寸较小，且个别焊盘与其他焊盘不导通，即悬空端，

如果用传统的电镀镍锡工艺制作，悬空端位置接触电荷概率较

低，导致金属离子在电镀液中难以被还原沉积到焊盘表面，产品

焊盘出现悬空端位置不上镀或镀层偏薄问题，导致产品焊接不良

或电性分选时由于焊盘高度差问题导致的测试误分。因此对悬空



端焊盘电镀需要从以下方面进行提升：

① 采用电镀镍、化镀镍、电镀金工艺相结合，通过将镀液

中的金属离子还原成金属原子，沉积在催化表面，利用金属层的

自催化活性持续反应；

② 对银层表面进行微蚀处理，提高银镍结合力；

③ 调节镀镍液的 PH值及镀液温度，提高银镍结合力。


